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MOTTO 

“Jangan Takut Jatuh, Karena Orang Yang Tidak Pernah Memanjatlah Yang Tidak 

Pernah Jatuh. Jangan Takut Gagal, Karena Orang Yang Tidak Pernah Gagal 

Hanyalah Orang-Orang Yang Tidak Pernah Melangkah. Jangan Takut Salah, 

Karena Dengan Kesalahan Yang Pertama Kita Dapat Menambah Pengetahuan 

Untuk Mencari Jalan Yang Benar Pada Langkah Yang Kedua” 

_Kegagalan Merupakan Hal Yang pasti_Yogyakarta 2024 

 

 

 

“The Greatest Glory In Living Lies Not In Never Falling, But In Rising Everytime We 

Fall” 

_Nelson Mandela 
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